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前  言 

概述 
本节介绍本文档的内容、对应的产品版本、适用的读者对象、行文表达约定、历史修订

记录等。 

产品版本 
与本文档相对应的产品版本如下所示。 

产品名称 产品版本 

Hi3510芯片 V100 

 

读者对象 
本文档（本指南）主要适用于以下工程师： 

¸ 电子产品设计维护人员 
¸ 电子产品元器件市场销售人员 

内容简介 
本文档介绍了数字媒体处理器芯片 Hi3510（以下简称 Hi3510）的特性、逻辑结构，详

细描述芯片的各个模块的功能和模块相关寄存器含义，用图表的方式给出了接口时序关

系和相关参数，并详细描述芯片的管脚定义和用途以及芯片的性能参数和封装尺寸。最

后提供了术语表和缩略语。全书共分为 24 章和 1 个附录。 

章节 内容 

1  介绍 简要介绍Hi3510芯片主要特点、内部模块的功能

和典型应用方案。 

2  处理器子系统 详细介绍ARM926EJS和DSP两个子系统的特点

，并介绍地址映射关系。 

3  多多口多多和多多存多多多器 详细介绍多多口多多和多多存多多多器的功能、
工工方式、各个寄存器的用途和寄用方寄。 
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章节 内容 

4  多多口DDR 
多存多多器SDRAM  

详细介绍多多口DDR 
存多多多器（SDRAM DDR ）的功能、工工方C

式、各个功能寄存器的用途和寄用方寄。 

5  中断向量多多器（VIC） 详细介绍VIC的功能、工工方式、各个功能寄存
器的用途和寄用方寄。 

6  时时、复复和系统多多器 详细介绍时时时元和复复时元的功能和寄用方寄
，并并并介绍了系统多多器的并行模式及各个功
能寄存器的用途和寄用方寄。 

7  
直接存多直直多多器（ ）DMAC  

详细介绍DMA 的功能、工工方式、各个功能寄C
存器的用途和寄用方寄。 

8  Timer、WatchDog和RTC 详细介绍Timer、WatchDog和RTC的功能、工工
方式及各个功能寄存器的用途和寄用方寄。 

9  视视视视器时元 详细描述视视详处理器和视视视视视时元的特点
。 

10  2D图图图图图图（ ）TDE  详细介绍TDE的功能、工工方式、各个功能寄存
器的用途和寄用方寄。 

11  视视视视时元（ ）VIU  详细介绍VIU的的本功能、接口接接、各个功能
寄存器的用途和寄用方寄。 

12  视视视出时元（VO ）U  详细介绍VOU的功能、工工方式、各个功能寄
存器的用途和寄用方寄。 

13  串行视视视出接口（ ）SIO  详细介绍 的功能、工工方式、各个功能寄存SIO
器的用途和寄用方寄。 

14  
通用用的视视视出接口（ ）GPIO

详细介绍GPIO的功能、工工方式、各个功能寄
存器的用途和寄用方寄。 

15  通用通通通通器（ ）UART  详细介绍UART的功能、工工方式、各个功能寄
存器的用途和寄用方寄。 

16 接口 SSP  详细介绍SSP接口的功能、工工方式、各个功能
寄存器的用途和寄用方寄。 

17  I2 接口C  详细介绍I2C接口的功能、工工方式、各个功能
寄存器的用途和寄用方寄。 

18  以以以以以时元（ ）SF  详细介绍SF的功能、工工方式、各个功能寄存
器的用途和寄用方寄。 

19  图加时元 详细介绍DES和AES的功能、工工方式、各个功
能寄存器的用途和寄用方寄。 

20  模式模模与接口模模 详细介绍模式模模与接口模模的接口接接及工工
方式。 

21  时序和参数 详细介绍Hi3510芯片各个接口的时序和参数。 

22  电性能参数 给出芯片的电性能参数、应用应应参数和应应性
参数。 
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章节 内容 

23  管脚描述 详细详出 芯片接口接接功能和复用芯芯Hi3510 。

24  封装和管脚分和 描述Hi351 芯片的封装尺寸、管脚分和0 。 

附录A  管脚功能图查表 详出Hi3510芯片的管脚，应实现快图查找。 

附录B  术语表 通录本书中出现的术语，并给出了中文视释。 

附录 C  缩略语表 通录本书中出现的缩略语，并给出英文全称及中

文视释。 

 

约定 

符号约定 

在本文中应能出现下详标志，它们所代表的含义如下。 

符号 说明 

 

以本标志开始的文本表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致

人员死亡或严重伤害。 

 

以本标志开始的文本表示有中度或低度潜在危险，如果不能避免，

应能导致人员轻微或中等伤害。 

 

以本标志开始的文本表示有潜在风险，如果忽视这些文本，应能导

致设备或器件损坏、数据丢失、设备性能降低或不应预知的结果。

 以本标志开始的文本能以以以视以以个直以或节以以的时以。 

 以本标志开始的文本以以文的附图接以，以对以文的是模和是是
。 

 

通用格式约定 

格式 说明 

宋体 以文采用宋体表示。 

黑体 一级、二级、三级标以采用黑体。 

楷体 警告、提示等内容一律用楷

体，并并在内容前后增图线条与以文隔离。 
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格式 说明 

“Terminal 
Display”格式 

“Terminal 
Display”格式表示屏幕视出接以。此外，屏幕视出接以中夹杂的用户

从终多视视的接以采用图粗字体表示。 

 

说明 

寄存器访问类型说明 

符号 说明 

R 表示寄存器的属性为只读。 

W 表示寄存器的属性为只写。 

R/W 表示寄存器的属性为应读和应写。 

RO 只读型，CPU只能对寄存器读操工。 

RW 读/写型，CPU能够对寄存器读操工或写操工。 

RWC 读/写清零型，CPU应读但只能写0，内部功能模块只能将寄存器设模为1。 

RWS 读/写模复型，CPU应读但只能写1，内部功能模块只能将其设模为0。 

RC 读清零型，CPU应读，读取后该寄存器被内部功能模块清零，但只能将其模

复。 

RCI 读清零/递增型，CPU应读，只能通过将其写0才能将其清零，内部功能模块

在计数条件满足时对寄存器进行图1操工，实现相关统计功能。 

 

表格内容说明 

内容 说明 

- 表格中的无内容时元。 

* 表格中的内容用户应根据需要进行接以模模。 

 

数值单位说明 

在描述数据容量（如 RAM 容量）时 ：1K 代表 1024；1M 代表 1,048,576。 

在描述其他数据（如视率、数据图率等）时：1K 代表 1000；1M 代表 1,000,000；1G 代

表 1,000,000,000。 

地址、数据的 2 进多、16 进多表达方式芯芯如下： 
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符号 举例 说明 

0xXXXX、0xXX等 0xFE04、0x18 用16进多表示的地址值或复复值 

XXXH、XXH等 174H、74H 用16进多表示的数据值 

XXXB、XXB、XB等 001B、10B、0B 用2进多表示的数据值 

X 0、1 用2进多表示的数据值 

 

修改记录 
修订记录累积了每次文档更新的芯芯。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内

容。 

修改日期 版本 修改说明 

2007-04-20 04 ¸ 修改了 22 章电性能参数一章的部分管脚接以。 
¸ 增图了表 23-2 中“复复状多”一详，修改部分管脚的描述。

¸ 修改了“IIC_COMP_PARAM_1”的复复值。 

2007-01-31 03 ¸ 套用新模板。 

¸ 模整原文档中各章节的顺序。 

¸ 寄存器描述中将复复值总体写在表格的前面，不再在表格

中对应每个比特详出。 

¸ 将概述中“DRM 和 De-interlace 处理”的特性删除。 
¸ 视视视视视支持“H.264 baseline profile@Level 2.2”改为

“H.264 baseline profile@Level 3.0”； 
¸ “1.0W 典型功耗”改为“600mW 典型功耗（DVS、IPCamera
应用应应下）”。 

¸ Remap 前后的地址映射关系图都有修改。 
¸ 多个章节增图了功能框图。 
¸ GPIO 一章增图了模模示例。 
¸ SF 一章进行了较多的内容改多。 
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修改日期 版本 修改说明 

2006-06-01 02 ¸ 删除 SF 的 NAT 和内应回等功能及相关寄存器描述。 
¸ 修改“任意比例的视视、图图缩放”为“支持视视、图图缩

放”。 
¸ 通现以文的 Word 文档的所有二级标以都以从 1.1 开始，

重新模整。 
¸ 修改了第 23 章（23.2.2  ETM9 接口芯芯）的 GPIO 描述

¸ 修改“接接描述”一章的标以“复复接接”为“复用接接”。 
¸ 修改“时时与复复”一章中的表 22-2 中“25MHz 时振时时”
为“27MHz 时振时时”； 

¸ 修改 GPIO 复用接接 GPIO2[1]、GPIO2[0]的复用描述。 
¸ 修改了以文中的以些章节的第一小节序接，是是了

MEMC 的缩略语视释。 
¸ 因翻译通现部分直以，修改了第 3 章、第 7、8、9、10、

11 章的描述，修改了第 12 章的接接描述。 
¸ 修改 ZSP、ZSP500 为 DSP。 

2005-11-11 01 ¸ 第一次通和。 
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1 介绍 

关于本章 

本章描述内容如下表所示。 

标题 内容 

1.1 概述 概述 Hi3510 芯片。 

1.2 主要特点 介绍 Hi3510 芯片中视频编解码、图形处理、以太网

交换接口、外围接口和芯片物理规格等单元的特点。 

1.3 应用领域 简单列举 Hi3510 芯片的应用领域。 

1.4 典型应用 举例说明 Hi3510 芯片的应用。 
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1.1 概述 
Hi3510 是一款基于 ARM9、DSP 双处理器内核以及硬件加速引擎的高集成、可编程、

支持 MPEG-4 AVC/H.264 等多协议的高性能通信媒体处理器芯片，可广泛应用于实时

视频通信、数字图像监控等领域。 

视频编解码单元能够支持 MPEG-4 AVC/H.264 Baseline、H.263+、H.261 和 JPEG 等多

种协议的实时编解码。MPEG-4 AVC/H.264 先进的运动估计、运动补偿、de-blocking
技术极大提高了压缩效率及视频质量。加密和数字水印技术为数据和通信的安全提供

了强有力的保障。 

图形处理单元能够提供视频去噪、图像增强和运动检测功能；支持视频、图形缩放；

支持 OSD、2D 图形加速，为应用图形界面开发提供丰富的特性。 

内部集成的 3 端口以太网交换提供了强大的网络通信功能；硬件加密和数字水印技术

提供了丰富的安全特性。支持视音频接口、以太网接口、USB、UART、I2C、
SPI/SSP、GPIO 等多种丰富的外设接口。 

图1-1 Hi3510 内部逻辑框图 
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1.2 主要特点 
本节简单描述了 Hi3510 的特点。 

1.2.1 内嵌 RISC 内核 
¸ ARM926EJ-S，16KB 指令 Cache 和 16KB 数据 Cache 
¸ 内嵌 16KB 指令紧耦合存储器和 8KB 数据紧耦合存储器 
¸ 哈佛结构的 32 位 RISC 处理器 
¸ DSP 增强结构，内嵌 32×16 MAC（Multiply and Accumulate，即乘累加器） 
¸ Java 硬件加速 
¸ 内置 MMU，支持多种开放式操作系统 
¸ 工作频率可达到 240MHz 

1.2.2 内嵌 DSP 内核 
¸ 3 个 ALU（1 个 40 位，2 个 16 位） 
¸ 8 级流水线设计 
¸ 4 发射超标量结构，双 MAC（Multiply and Accumulate）结构 

1.2.3 视频编解码 
¸ H.264 视频编解码 baseline profile@Level 2.2 
¸ H.263+视频编解码 
¸ H.261 视频编解码 
¸ JPEG 编码，支持百万像素级分辨率 

1.2.4 视频处理性能 
¸ 同时编解码可以达到 30fps@CIF 
¸ 最大支持 D1 分辨率 
¸ 运动检测 
¸ 支持数据带宽 16kbit/s～3Mbit/s 

1.2.5 图形处理 
¸ 支持视频、图形缩放 
¸ 视频层、2 个叠加层和硬件鼠标层 alpha 叠加 
¸ 视频去噪，图像增强 
¸ 2D 图形加速引擎，支持游戏以及丰富的图像界面 
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1.2.6 音频编解码 
¸ 可以通过 DSP 内核实现多种音频、语音编解码功能 

1.2.7 安全加密引擎 
¸ 硬件实现 AES/DES/3DES 多种加密算法 
¸ 数字水印技术 

1.2.8 以太网交换接口 
¸ 1 个 MDIO 接口 
¸ 2 个 MII/RMII 接口 
¸ 2 个外部 10/100 Mbit/s 以太网外部端口与 1 个内部 CPU 端口 
¸ 3 端口之间通过存储转发的方式实现数据交换 
¸ 以太网交换模块可以配置为普通、监听 2 种工作模式 
¸ 支持广播帧、IP 多播帧及两类可配置特殊帧的识别和转发 
¸ 支持 IEEE 802.1p 输出优先级配置及 802.1Q VLAN 处理 

1.2.9 视频接口 
输入： 

¸ 8 bit ITU-R BT.656/601 YCbCr 4:2:2 
¸ 数字 camera 接口 
¸ Raw Data 接口 

输出： 

¸ 8 bit ITU-R BT.656/601 YCbCr 4:2:2 
¸ 24 位 LCD 接口，RGB/YCbCr 数据格式 
¸ Raw Data 接口 

1.2.10 音频接口 
¸ 2 个 I2S 音频接口，输入、输出接口各 2 个通道 
¸ 16 位采样精度，采样率可配置 
¸ PCM 接口 

1.2.11 外设接口 
¸ USB1.1 Host 接口，支持低速、全速模式 
¸ UART、I2C 接口、SSP/SPI 串行接口 
¸ GPIO、键盘接口 
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1.2.12 外部存储器接口 
¸ 支持 16 数据位宽 DDR SDRAM 接口 
¸ 支持 32 数据位宽 SDRAM 接口 
¸ 支持 8/16/32 数据位宽外部静态存储接口 
¸ 支持 8/16/32 数据位宽扩展总线接口 

1.2.13 嵌入式操作系统 
¸ Linux、WinCE、VxWorks 

1.2.14 芯片物理规格 
¸ 600mW 典型功耗（DVS、IP Camera 应用环境下） 
¸ 支持多级省电模式 
¸ 0.13µm 工艺，1.2/2.5/3.3 V 芯片供电电压 
¸ 400 pin LFBGA 封装，0.8mm 管脚间距，19mm×19mm×1.36mm 
¸ 工作环境温度：-25℃～+85℃ 

1.3 应用领域 
Hi3510 可应用在以下几个领域： 

¸ 视频通信终端 
¸ 宽带可视电话 
¸ 网络视频监控 

1.4 典型应用 
图 1-2 和图 1-3 分别描述了 Hi3510 在宽带可视电话、网络视频监控的典型应用。 
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图1-2 Hi3510 宽带 IP 可视电话典型应用 
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图1-3 Hi3510 IP Camera 典型应用 
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2 处理器子系统 

关于本章 

本章描述内容如下表所示。 

标题 内容 

2.1 概述 概述介绍处理器子系统。 

2.2 ARM926EJ-S 主要特点 介绍 ARM926EJ-S 的主要特点。 

2.3 DSP 子系统主要特点 介绍 DSP 子系统的主要特点。 

2.4 Hi3510 地址映射关系 介绍 Hi3510 Remap 前后的地址映射。 
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2.1 概述 
Hi3510 采用双核架构，集成了 ARM926EJ-S 和高性能 DSP。ARM926EJ-S 是芯片的主

控处理器，负责控制芯片各个模块的工作以及运行操作系统、网络协议、应用软件

等。DSP 系统主要负责视音频编解码业务处理，通过协处理器配合视频编解码模块共

同完成 H.261/H.263/H.264 的编解码。 

2.2 ARM926EJ-S 主要特点 
ARM926EJ-S 的主要特点如下： 

¸ 采用 32 位 ARM v5TE ISA，5 级流水，内嵌 DSP 指令扩展，兼容 32 位 ARM、16
位 Thumb 指令集。 

¸ 提供独立的 16kB 指令 Cache、16kB 数据 Cache、4 路 Set-associate 和 8word Cache 
line；数据 Cache 支持 Write-back 和 Write-through 操作；支持 Cache 锁定。 

¸ Cache 支持伪随机或者 Round-robin 替换算法，并可进行配置。 
¸ 独立 32 位指令和数据 AHB 总线接口，总线工作频率为 ARM926EJ-S 系统时钟的

1/2 分频。 
¸ 包含 MMU，支持 VxWorks、Linux、WindowCE、PalmOS 等开放操作系统。 
¸ 提供独立 16kB 指令紧耦合存储器 TCM 和 8kB 数据紧耦合存储器 TCM。 
¸ 小端字序模式（little endian）。 
¸ 支持快速中断请求 FIQ 和一般中断请求 IRQ。 
¸ 支持 JTAG 和 ETM 调试接口。 
¸ 支持动态功耗管理和静态功耗管理。 

2.3 DSP 子系统主要特点 
Hi3510 的 DSP 子系统包括 DSP Core、片上指令存储器 IMEM、片上数据存储器

DMEM、中断控制器、定时器和 JTAG 接口单元等。 

DSP Core 是一款类 RISC（RISC-like）、4-issues、8 级流水线设计的超标量（super-
scalar）DSP 处理器。由取指单元（PFU）、指令单元（ISU）、数据访问单元（LSU）、

运算单元（ALU、MAU）、TIMER、中断处理单元（ICU）以及寄存器组组成。 

DSP 子系统的主要特点如下： 

¸ 运算单元（ALU、MAU）在一个周期最多能够执行 4 条指令，它主要包括： 

− 2 个 16 位的 ALU 

− 1 个 40 位的 ALU 

− 2 个 16 位的 MAC 
¸ 取指单元（PFU），主要包括： 
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− 1 个 8line（8word per line）的指令 Cache 
− Branch prediction logic 
可以高效地进行指令预取，将 Cache miss 的几率降到最低，保证有效跳转时指令

流水线能够全速运行。 
¸ 数据访问单元（LSU）主要包括： 

− 2 个 32 位的 Load/Store 端口 

− 2 个地址产生单元 AGU 

可以提高访问的并行度。 
¸ 指令单元（ISU），主要用于： 

− 指令的译码、分析指令的相关性（数据相关性、资源相关性等） 

− 对指令进行分组（将能够并行执行的指令分为一组） 

保证流水线的高效正常工作。 
¸ TIMER 主要功能是为 DSP 子系统提供系统定时，在 DSP 中，提供了 2 个 16 位的

定时器。 
¸ ICU 是 DSP 提供的中断处理单元，它能够支持 16 个中断源，具体中断源的分配

如表 2-1 所示。 

表2-1 DSP 子系统中断源分配表 

中断号 优先级 中断源 中断类型 

0 0、1、2、3 DMAC 中断 

1 0、1、2、3 ARM 中断 

2 0、1、2、3 VIU 中断 

3 0、1、2、3 VOU 中断 

4 0、1、2、3 DSU 中断 

外部可屏蔽中断，可将

DSP 从 Idle 和 Sleep 状

态唤醒。 

5 0、1、2、3 DSP 内部 TIMER0 中断 

6 0、1、2、3 DSP 内部 TIMER1 中断 

内部中断。 

7 0、1、2、3 保留 

8 0、1、2、3 SIO0 中断 

9 0、1、2、3 de-blocking 中断 

10 0、1、2、3 视频编码模块 VENC 中断 

11 0、1、2、3 视频解码模块 VDEC 中断 

12 0、1、2、3 SIO1 中断 

13 0、1、2、3 DSP 访问外部空间错误中断 

可屏蔽中断，可将 DSP
从 Idle 状态唤醒。 

14 4 DEI 调试中断，用于 JTAG 调试 不可屏蔽中断。 
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中断号 优先级 中断源 中断类型 

15 5 ARM 通过系统控制器

PeriphCtrl1[29]发出的中断 
不可屏蔽中断，主要用

于将 DSP 从睡眠状态唤

醒。 

注： 

中断源 0～13 的中断优先级可以配置； 

DEI 和 NMI 是固定优先级，不可以配置； 

中断优先级编号越大表示优先级越高。 

 

2.4 Hi3510 地址映射关系 
Hi3510 采用统一编址方式。图 2-1 和图 2-2 分别是 Hi3510 Remap 前后的地址映射。 
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图2-1 Remap 前 Hi3510 地址映射关系图 
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¸ Remap 后软件必须通过 ARM926EJ-S CP15 协处理器配置 ITCM 基地址为

0x00000000；建议将 DTCM 的基址设置为 0x00004000。 

¸ 保留地址空间不容许访问，否则会出现不可预知后果。 

图2-2 Remap 后 Hi3510 地址映射关系图 
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3 多端口静态和动态存储控制器 

关于本章 

本章描述内容如下表所示。 

标题 内容 

3.1 概述 概括介绍 MEMC。 

3.2 功能描述 概括介绍 MEMC 的特点。 

3.3 信号描述 描述 MEMC 的输入输出管脚信号， 

3.4 寄存器概览 概括介绍 MEMC 的寄存器。 

3.5 寄存器描述 详细描述 MEMC 的寄存器。 
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3.1 概述 
多端口静态和动态存储控制器（MEMC）用于提供访问外部 SDR SDRAM 和静态异步

存储器的通道，为系统提供灵活的外部存储系统方案。其他单元可通过该控制器访问

芯片外部的静态（包括 NOR Flash）和动态存储器。MEMC 功能框图如图 3-1 所示。 

图3-1 MEMC 功能框图 

SDRAM/
SRAM

Controller

BUS
MATRIX

视频输出总线

扩展总线

DMA总线

ARM数据总线

ARM指令总线

SDRAM

SRAM

 

 

3.2 功能描述 
MEMC 有以下特点： 

¸ 提供 1 个动态 SDR SDRAM 接口 
¸ 支持最大容量为 128MByte（1024M bits），位宽可为 32/16 位的 SDR SDRAM 
¸ 提供 4 个异步静态 Memory 接口，每个最大容量支持 64M Byte（512M bits） 
¸ 支持同步或异步 Page 模式访问，支持 NOR Flash 访问，支持 8、16、32 数据位宽 
¸ 提供 1 个寄存器端口，用于配置 Memory 的接口时序 
¸ 静态 Memory 接口和动态 Memory 接口的数据总线、写信号、地址总线复用 
¸ 连接 SDR SDRAM 时，支持的 burst 长度为 1 或 2 
¸ 支持 SDR SDRAM 的 Auto Refresh 和 Self Refresh 
¸ 控制时钟输出使能，以降低 SDRAM 存储器的功耗 

3.3 信号描述 
本节描述 MEMC 的输入输出管脚信号。多端口静态存储控制器接口信号描述如表 3-1
所示；多端口动态存储控制器接口信号描述如表 3-2 所示。 
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表3-1 多端口静态存储控制器接口信号描述 

管脚名 方向 描述 

EBICS3N O 静态 Memory 片选信号 3，低电平有效。默认为高电平。 

EBICS2N O 静态 Memory 片选信号 2，低电平有效。默认为高电平。 

EBICS1N O 静态 Memory 片选信号 1，低电平有效。默认为高电平。 

上电复位，地址 0 访问时，该信号输出为低电平。 

一般用于连接 Boot ROM 器件。 

EBICS0N O 静态 Memory 片选信号 0，低电平有效。 

BOOTSEL[1:0] I 用于设置静态 Memory 片选 1 上所挂接 Memory 的数据位

宽。 

00：8 位； 

01：16 位； 

10：32 位； 

11：Reserved。 

EBIBLS3 O 静态 Memory 字节选择信号，低电平有效；对应数据

EBIDQ[31:24]。 

EBIBLS2 O 静态 Memory 字节选择信号，低电平有效；对应数据

EBIDQ[23:16]。 

EBIBLS1 O 静态 Memory 字节选择信号，低电平有效；对应数据

EBIDQ[15:8]。 

EBIBLS0 O 静态 Memory 字节选择信号，低电平有效；对应数据

EBIDQ[7:0]。 

EBIOEN O 静态 Memory 输出使能信号，低电平有效。 

EBIWEN O 静态 Memory 写使能信号，低电平有效。 

EBIDQ[31:0] I/O 静态 Memory 接口 32 位数据总线。 

EBIADR[25:0] O 静态 Memory 接口地址线。 

 

表3-2 多端口动态存储控制器接口信号描述 

信号名 方向 描述 

SDRCKFB I 用于读 SDRAM 的数据采样，通过 PCB 布线来保证

MEMC 可靠采样来自 SDRAM 的数据。 

SDRCK1 O 输出到 SDRAM 的时钟信号。 
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信号名 方向 描述 

SDRCK2 O 输出到 SDRAM 的时钟信号，当连接 2 片 SDR SDRAM
时，SDRCK1 和 SDRCK2 可送给不同的 SDRAM。 

SDRRASN O 输出到 SDRAM 的行地址选通信号，低电平有效。 

SDRCASN O 输出到 SDRAM 的列地址选通信号，低电平有效。 

SDRCSN O SDR SDRAM 片选信号，低电平有效。 

SDRDM3 O 输出到 SDRAM 的数据屏蔽信号，对应数据位

EBIDQ[31:24]。 

SDRDM2 O 输出到 SDRAM 的数据屏蔽信号，对应数据位

EBIDQ[23:16]。 

SDRDM1 O 输出到 SDRAM 的数据屏蔽信号，对应数据位

EBIDQ[15:8]。 

SDRDM0 O 输出到 SDRAM 的数据屏蔽信号，对应数据位

EBIDQ[7:0]。 

EBIWEN O SDRAM 写使能信号，低电平有效。 

EBIDQ[31:16] I/O 接口 SDRAM 的高 16 位数据线。 

EBIDQ[15:0] I/O 接口 SDRAM 的低 16 位数据线。 

SDRCKE O SDRAM 接口时钟使能信号，高电平有效。 

EBIADR[14:13] O 分别对应为 SDRAM 接口的 bank 选择信号。 

EBIADR[12:0] O 输出到 SDRAM 的地址线。 

 

3.4 寄存器概览 
MEMC 寄存器的地址位宽 32 位，地址范围：0x1011_0000～0x1011_FFFF。 

表3-3 MEMC 寄存器概览（基址是 0x1011_0000） 

偏移地址 名称 描述 页码

0x000 MEMC_CONTROL MEMC 控制寄存器 3-8 

0x004 MEMC_STATUS MEMC 状态寄存器 3-8 

0x008 MEMC_CONFIG MEMC 配置寄存器 3-9 

0x020 MEMC_DYNAMIC
CONTROL 

SDR SDRAM 动态 Memory 控制寄存器 3-9 
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偏移地址 名称 描述 页码

0x024 MEMC_DYNAMIC
REFRESH 

SDR SDRAM 动态 Memory 刷新寄存器 3-11 

0x028 MEMC_DYNAMIC
READCONFIG 

SDR SDRAM 动态 Memory 读配置寄存器 3-11 

0x030 MEMC_DYNAMIC
TRP 

SDR SDRAM 动态 Memory 预充电命令周

期寄存器 
3-12 

0x034 MEMC_DYNAMIC
TRAS 

SDR SDRAM 动态 Memory 激活到预充电

命令的周期寄存器 
3-12 

0x038 MEMC_DYNAMIC
SREX 

SDR SDRAM 动态 Memory 自我刷新退出

时间寄存器 
3-12 

0x044 MEMC_DYNAMIC
TWR 

SDR SDRAM 动态 Memory 写恢复时间寄

存器 
3-13 

0x048 MEMC_DYNAMIC
TRC 

SDR SDRAM 动态 Memory 激活到激活时

间寄存器 
3-13 

0x04C MEMC_DYNAMIC
TRFC 

SDR SDRAM 动态 Memory 自动刷新寄存

器 
3-13 

0x050 MEMC_DYNAMIC
TXSR 

SDR SDRAM 动态 Memory 退出自我刷新

寄存器 
3-14 

0x054 MEMC_DYNAMIC
TRRD 

SDR SDRAM 动态 Memory 激活 bank A 到

激活 bank B 的时间寄存器 
3-14 

0x058 MEMC_DYNAMIC
TMRD 

SDR SDRAM 动态 Memory load mode 寄存

器 
3-14 

0x05C MEMC_DYNAMIC
TCDLR 

SDR SDRAM 动态 Memory 最后一个数据

输入到读命令的时间寄存器 
3-15 

0x080 MEMC_STATICEX
TENDEDWAIT 

静态 Memory 扩展等待寄存器 3-15 

0x100 MEMC_DYNAMIC
CONFIG0 

SDR SDRAM 动态 Memory 配置寄存器 0 3-16 

0x104 MEMC_DYNAMIC
RASCAS0 

SDR SDRAM 动态 Memory RAS 及 CAS
延时寄存器 0 

3-19 

0x200 MEMC_STIATICC
ONFIG0 

静态 Memory 配置寄存器 0 3-20 

0x204 MEMC_STIATICW
AITWEN0 

静态 Memory 写使能延迟寄存器 0 3-21 

0x208 MEMC_STIATICW
AITOEN0 

静态 Memory 输出使能延迟寄存器 0 3-21 
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偏移地址 名称 描述 页码

0x20C MEMC_STIATICW
AITRD0 

静态 Memory 读延迟寄存器 0 3-21 

0x210 MEMC_STIATICW
AITPAGE0 

静态 Memory page mode 延迟寄存器 0 3-22 

0x214 MEMC_STIATICW
AITWR0 

静态 Memory 写延迟寄存器 0 3-22 

0x218 MEMC_STIATICW
AITTURN0 

静态 Memory Turn Round Delay 寄存器 0 3-23 

0x220 MEMC_STIATICC
ONFIG1 

静态 Memory 配置寄存器 1 3-20 

0x224 MEMC_STIATICW
AITWEN1 

静态 Memory 写使能延迟寄存器 1 3-21 

0x228 MEMC_STIATICW
AITOEN1 

静态 Memory 输出使能延迟寄存器 1 3-21 

0x22C MEMC_STIATICW
AITRD1 

静态 Memory 读延迟寄存器 1 3-21 

0x230 MEMC_STIATICW
AITPAGE1 

静态 Memory page mode 延迟寄存器 1 3-22 

0x234 MEMC_STIATICW
AITWR1 

静态 Memory 写延迟寄存器 1 3-22 

0x238 MEMC_STIATICW
AITTURN1 

静态 Memory Turn Round Delay 寄存器 1 3-23 

0x240 MEMC_STIATICC
ONFIG2 

静态 Memory 配置寄存器 2 3-20 

0x244 MEMC_STIATICW
AITWEN2 

静态 Memory 写使能延迟寄存器 2 3-21 

0x248 MEMC_STIATICW
AITOEN2 

静态 Memory 输出使能延迟寄存器 2 3-21 

0x24C MEMC_STIATICW
AITRD2 

静态 Memory 读延迟寄存器 2 3-21 

0x250 MEMC_STIATICW
AITPAGE2 

静态 Memory page mode 延迟寄存器 2 3-22 

0x254 MEMC_STIATICW
AITWR2 

静态 Memory 写延迟寄存器 2 3-22 

0x258 MEMC_STIATICW
AITTURN2 

静态 Memory Turn Round Delay 寄存器 2 3-23 

0x260 MEMC_STIATICC
ONFIG3 

静态 Memory 配置寄存器 3 3-20 
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偏移地址 名称 描述 页码

0x264 MEMC_STIATICW
AITWEN3 

静态 Memory 写使能延迟寄存器 3 3-21 

0x268 MEMC_STIATICW
AITOEN3 

静态 Memory 输出使能延迟寄存器 3 3-21 

0x26C MEMC_STIATICW
AITRD3 

静态 Memory 读延迟寄存器 3 3-21 

0x270 MEMC_STIATICW
AITPAGE3 

静态 Memory page mode 延迟寄存器 3 3-22 

0x274 MEMC_STIATICW
AITWR3 

静态 Memory 写延迟寄存器 3 3-22 

0x278 MEMC_STIATICW
AITTURN3 

静态 Memory Turn Round Delay 寄存器 3 3-23 

0x400 MEMC_AHBCONT
ROL0 

MEMC AHB 控制寄存器 0 3-23 

0x404 MEMC_AHBSTAT
US0 

MEMC AHB 状态寄存器 0 3-23 

0x408 MEMC_AHBTIME
OUT0 

MEMC AHB Timeout 寄存器 0 3-24 

0x420 MEMC_AHBCONT
ROL1 

MEMC AHB 控制寄存器 1 3-23 

0x424 MEMC_AHBSTAT
US1 

MEMC AHB 状态寄存器 1 3-23 

0x428 MEMC_AHBTIME
OUT1 

MEMC AHB Timeout 寄存器 1 3-24 

0x440 MEMC_AHBCONT
ROL2 

MEMC AHB 控制寄存器 2 3-23 

0x444 MEMC_AHBSTAT
US2 

MEMC AHB 状态寄存器 2 3-23 

0x448 MEMC_AHBTIME
OUT2 

MEMC AHBTimeout 寄存器 2 3-24 

0x460 MEMC_AHBCONT
ROL3 

MEMC AHB 控制寄存器 3 3-23 

0x464 MEMC_AHBSTAT
US3 

MEMC AHB 状态寄存器 3 3-23 

0x468 MEMC_AHBTIME
OUT3 

MEMC AHB Timeout 寄存器 3 3-24 

0x480 MEMC_AHBCONT
ROL4 

MEMC AHB 控制寄存器 4 3-23 
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偏移地址 名称 描述 页码

0x484 MEMC_AHBSTAT
US4 

MEMC AHB 状态寄存器 4 3-23 

0x488 MEMC_AHBTIME
OUT4 

MEMC AHB Timeout 寄存器 4 3-24 

 

3.5 寄存器描述 
本节详细描述了 MEMC 的寄存器。 

3.5.1 MEMC_CONTROL 
¸ 偏移地址：0x000 
¸ 操作类型：R/W 
¸ 复位值：0x1 
¸ 复位方式：h 

比特 名称 描述 

[31:3] Reserved 保留。 

[2] L 模式选择。 

0：普通模式； 

1：低功耗模式。 

[1] Reserved 保留。 

[0] E MEMC 使能标志位。 

0：MEMC disable； 

1：MEMC enable（上电复位值）。 

 

3.5.2 MEMC_STATUS 
¸ 偏移地址：0x004 
¸ 操作类型：R 
¸ 复位值：0x9 
¸ 复位方式：h 

比特 名称 描述 

[31:3] Reserved 保留。 
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比特 名称 描述 

[2] SA 模式选择。 

0：普通模式； 

1：self-refresh 模式。 

[1] Reserved 保留。 

[0] B MEMC 状态标志位。 

0：MEMC idle； 

1：MEMC busy，表示正忙于执行存储器的传输命令，自

动刷新或正处于自我刷新模式。 

 

3.5.3 MEMC_CONFIG 
¸ 偏移地址：0x008 
¸ 操作类型：R/W 
¸ 复位值：0x0 
¸ 复位方式：h 

比特 名称 描述 

[31:1] Reserved 保留。 

[0] B 模式选择。 

0：little endian 模式； 

1：big endian 模式。 

Hi3510 中只支持 little endian 模式，即 MEMC_BIGENDIAN
固定为 0。 

上电复位值信号由信号 MEMC_BIGENDIAN 决定，该复位值

可以被软件更改。该域不受 HRESETn 的影响。 

 

3.5.4 MEMC_DYNAMICCONTROL 
¸ 偏移地址：0x020 
¸ 操作类型：R/W 
¸ 复位值：0xE_000E 
¸ 复位方式：h 

比特 名称 描述 

[31:14] Reserved 保留。 
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